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一、调研说明

中商产业研究院全新发布的《2014-2015年全球及中国先进封装（Advanced Packaging）研究报告》主要依据国家统计局、国家发改委、商务部、中国海关、国务院发展研究中心、行业协会、工商、税务、海关、国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入的市场调研资料，由中商产业研究院的资深专家和研究人员的分析。首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述，其次，对本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局等进行了细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，并分析相关经营财务数据。最后，对该行业未来的发展前景，投资风险及投资策略给出科学的建议。本报告是行业生产、贸易、经销等企业在激烈的市场竞争中洞察市场先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据。

中商研究报告数据及资料来源
中商利用多种一手及二手资料来源核实所收集的数据或资料。一手资料来源于中商对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据；中商通过行业访谈、电话访问等调研获取一手数据时，调研人员会将多名受访者的资料及意见、多种来源的数据或资料进行比对核查，公司内部也会预先探讨该数据源的合法性，以确保数据的可靠性及合法合规。二手资料主要包括国家统计局、国家发改委、商务部、工信部、农业部、中国海关、金融机构、行业协会、社会组织等发布的各类数据、年度报告、行业年鉴等资料信息。
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中商产业研究院产品与服务

中商产业研究院影响力

中国最完整的行业经济数据库系统

中商产业研究院历经十年构建完成中国最完整的行业经济数据库系统（含30类大行业，1000多类子行业），研究成果累计总量已超20000份，旗下中商产业研究院已成为中国产业研究咨询领域第一资讯品牌。公司投入巨资，开发数据库终端产品——CI情报通，为国内外企业、政府与科研单位、投行及金融机构等提供专业的数据咨询服务。
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国家政府部门及权威媒体广泛报道与引用中商情报网专业研究结论

国内外主流财经媒体及国家政府部门大量引用中商情报网数据及研究结论，如央视财经、凤凰财经、新浪财经、中国经济信息网、国家商务部、发改委、国务院发展研究中心（国研网）等。
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大品牌  放心合作
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扫一扫领取免费报告





【版权声明】 本报告由中商产业研究院出品，报告版权归中商产业研究院所有。本报告是中商产业研究院的研究与统计成果，报告为有偿提供给购买报告的客户使用。未获得中商产业研究院书面授权，任何网站或媒体不得转载或引用，否则中商产业研究院有权依法追究其法律责任。如需订阅研究报告，请直接联系本网站，以便获得全程优质完善服务。中商产业研究院是中国拥有研究人员数量最多，规模最大，综合实力最强的咨询研究机构，公司每天都会接受媒体采访及发布大量产业经济研究成果。








专 业： 规范的业务流程，严格的质量控制，为客户提供最专业的研究咨询服务。


业 绩： 共完成上千项咨询案例，上万篇研究报告，服务成果得到客户的高度赞誉。


信 息： 庞大的数据体系，设计国民经济产业类别中的各个门类。


资 源： 广泛地资源渠道，与国家权威机构、100余家行业协会、高等院校、科研单位、咨询公司等成为战略伙伴。


理 念： 秉承国际咨询业先进的服务理念，遵循国际商会准则，时刻维护客户的切身利益。


团 队： 拥有分析师、咨询顾问、行业专家350余人，80%以上具备相关专业硕士学位。
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管控管理咨询        风险管理咨询
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上市一体化咨询解决方案  上市前细分市场研究     募投项目可行性研究      新三板挂牌咨询服务
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地产项目战略定位研究  重点板块专项规划


地产项目概念性规划    地产项目可行性研究


地产项目总体规划
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可行性研究报告     项目建议书与预可研报告


商业计划书         兼并重组  


立项与资金申请报告  
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十三五规划专题        招商规划


产业规划              地产项目规划


园区规划              区域发展战略研究
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专项研究（重点包括细分市场研究、高层访谈、对标企业研究、消费者研究） 


满意度研究（重点包括员工满意度、客户满意度）


竞争对手调查（重点包括竞争对手产品、营销、研发、财务、渠道调查等）


企业产销调研 ( 重点包括生产状况调查、销售状况调查）
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行业市场竞争格局/竞争对手运营情况    行业投资建设情况            
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